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摘要(译)

本发明所要解决的技术问题是，能够实现节省作业的工时，谋求生产节
拍时间的提高，防止了制品性能的劣化的层叠加工。本发明中，来自薄
膜卷放机构部(14)的薄膜滚筒(24a～24d)(图6)的薄膜(13)在覆膜卷绕机构
部(15)被剥取其覆膜(13a)(图4)，并被送向基板间处理机构部(16)。在基
板间处理机构部(16)，由半切割部件(34)和剥离带(36)(图7)，如图9所
示，以规定的间隔按照每个规定的长度剥取薄膜(13)的封闭材料薄膜(5’)
(图4)，形成片状封闭材料(5)。被这样处理的薄膜(13)被送向层叠机构部
(19)，片状封闭材料(5)被加热压接在来自前室10的基板(1)，在基板冷却
机构部(30)被冷却，在基膜卷绕机构部(21)剥取薄膜(13)的基膜(13b)(图
4)。
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